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DESCRIPCION
Compensacion mejorada de la telediafonia
Campo técnico

La presente invencién estd relacionada, en general, con equipos de telecomunicaciones. Mas en particular, la
presente invencion esta relacionada con jacks (tomas de conexion) de telecomunicaciones que se configuran para
compensar la paradiafonia y la telediafonia.

Antecedentes

En el campo de las comunicaciones de datos, las redes de comunicaciones tipicamente utilizan técnicas disefiadas
para mantener o mejorar la integridad de las sefiales que se transmiten a través de la red (“sefiales de transmision”).
Para proteger la integridad de la sefal, las redes de comunicaciones deberian, al menos, satisfacer normas de
obligado cumplimiento que establecen los comités de estandarizacion como, por ejemplo, el Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electronicos (IEEE). Las normas de obligado cumplimiento promueven que los disefiadores de redes
proporcionen redes de comunicaciones que cumplan, al menos, unos minimos niveles de integridad de sefial asi
como algun estandar de compatibilidad.

Un tipo habitual de sistema de comunicacién utiliza pares trenzados de hilos para transmitir sefales. En los sistemas
de par trenzado, la informacién como, por ejemplo, el video, el audio y los datos se transmiten como sefales
balanceadas sobre un par de hilos. La sefial transmitida esta definida por la diferencia de tensién entre los hilos.

En los sistemas de par trenzado la diafonia puede afectar negativamente a la integridad de las sefiales. La diafonia
es un ruido sin balancear causado por un acoplamiento capacitivo y/o inductivo entre hilos y un sistema de par
trenzado. La diafonia puede darse en mudltiples variantes, incluyendo la paradiafonia, la telediafonia y la diafonia
exogena. La paradiafonia se refiere a la diafonia detectada en el mismo extremo de un par de hilos como la
inductancia que la provoca, mientras que la telediafonia se refiere a la diafonia como resultado de la inductancia en
el extremo remoto de un par de hilos. La diafonia exdgena se refiere a la diafonia que sucede entre diferentes hilos
(esto es diferentes canales) en un mazo, en lugar de entre hilos o circuitos individuales dentro de un unico cable. La
diafonia exdgena se puede producir, por ejemplo, en una interfaz multiple de conectores. Con el aumento de las
velocidades de transmision de datos, entre los cables se genera una diafonia exdgena cada vez mayor, y se debe
tener en cuenta en el disefio de los sistemas en los que se aplica la compensacion de la diafonia. Los efectos de la
diafonia son mas dificiles de contrarrestar cuando se aumentan los rangos de frecuencia de las sefales.

Los efectos de la diafonia también aumentan cuando las sefiales de transmision se encuentran mas cerca entre si.
En consecuencia, las redes de comunicaciones incluyen areas que son especialmente susceptibles a la diafonia
debido a la proximidad de las sefiales de transmision. En particular, las redes de comunicaciones incluyen
conectores que sitdan las sefiales de transmision una al lado de otra. Por ejemplo, los contactos de los conectores
tradicionales (por ejemplo conectores y jacks) utilizados para proporcionar interconexiones en sistemas de
telecomunicaciones de par trenzado son particularmente susceptibles de que se produzcan interferencias por
diafonia. Ademas, se ha observado que la diafonia exdgena no se puede explicar mediante los modelos actuales
que para calcular los resultados del canal suman los resultados de las componentes de los conectores y los cables.
Esta diafonia exdgena “en exceso” no es compensada en los disefios actuales.

La Figura 1 muestra un panel 20 de la técnica anterior adaptado para su utilizacion con un sistema de
telecomunicaciones de par trenzado. El panel 20 incluye una pluralidad de jacks 22 colocadas una al lado de la otra.
Cada jack 22 incluye un puerto 24 adaptado para recibir un conector 26 estandar de telecomunicaciones. Cada uno
de los jacks 22 esta adaptado para finalizar con cuatro pares trenzados de hilos de transmision. Como se muestra
en la Figura 2, cada uno de los jacks 22 incluye 8 resortes de contacto marcados con las posiciones 1-8. Durante su
utilizacion, los resortes de contacto 4 y 5 se conectan a un primer par de hilos, los resortes de contacto 1y 2 se
conectan a un segundo par de hilos, los resortes de contacto 3 y 6 se conectan a un tercer par de hilos y los resortes
de contacto 7 y 8 se conectan a un cuarto par de hilos. Como se muestra en la Figura 3, un conector 26 tipico
también dispone de ocho contactos (marcados 1-8) adaptados para interconectarse con los ocho contactos
correspondientes del jack 22 cuando el conector se inserta dentro del puerto 24.

Para favorecer la densidad de los circuitos, es necesario que los contactos de los jacks y de los conectores se
coloquen en estrecha proximidad entre si. De este modo, las regiones de contacto de los jacks y los conectores son
particularmente susceptibles a producir diafonia. Mas aun, ciertas parejas de contactos son mas susceptibles que
otros a la diafonia. Por ejemplo los pares de contactos primero y tercero en los jacks y los conectores son
tipicamente los mas susceptibles a la diafonia.

Para tratar los problemas de diafonia, los jacks se han disefiado con configuraciones de resortes de contacto
adaptados para reducir el acoplamiento capacitivo generado entre los resortes de contacto de modo que se minimice
la diafonia. Un enfoque alternativo supone la generacién deliberada de diafonia que tenga una magnitud y una fase
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disefiadas de modo que compensen o corrijan la diafonia provocada en el jack o el conector. Tipicamente se puede
proporcionar la compensacion de la diafonia mediante la manipulacién de la posicidon de los contactos o guias del
conector o se puede proporcionar mediante una placa de circuitos utilizada para conectar eléctricamente los resortes
de contacto del jack con los conectores por desplazamiento del aislamiento del jack.

La industria de las telecomunicaciones estd continuamente compitiendo para conseguir mayores rangos de
frecuencia de las sefiales. Al mismo tiempo que se amplian los rangos de las frecuencias de transmision, la diafonia
pasa a ser mas problematica. Por lo tanto, existe una necesidad de un desarrollo adicional asociado a la solucién de
la diafonia.

El documento US 2007/2383367 A 1 divulga un método para proporcionar compensacion de la diafonia en un jack,
en el que la diafonia se genera en un acoplamiento capacitivo situado en un conector insertado dentro del jack. Se
coloca un primer acoplamiento capacitivo a un primer retardo con respecto al primer acoplamiento capacitivo, y tiene
una magnitud mayor y polaridad opuesta comparadas con las del conector. Se coloca un segundo acoplamiento
capacitivo en una segunda polaridad opuesta respecto a la del primer acoplamiento capacitivo. Los elementos
capacitivos del primer y segundo acoplamientos se separan a retardos diferentes.

Resumen

De acuerdo con la presente divulgacion, a continuacién se resuelven los problemas mencionados mas arriba y otros
adicionales.

En un primer aspecto, se divulga un método para proporcionar compensacion de la diafonia en un jack. De acuerdo
con el método, la compensacion de la diafonia se adapta para compensar la diafonia no deseada generada en un
acoplamiento capacitivo situado en un conector insertado en un jack. EI método incluye la colocacién de un primer
acoplamiento capacitivo a un primer retardo con respecto al acoplamiento capacitivo del conector, teniendo el primer
acoplamiento capacitivo una magnitud mayor y una polaridad opuesta comparadas con las del acoplamiento
capacitivo del conector. El método también incluye la colocacion de un segundo acoplamiento capacitivo a un
segundo retardo con respecto al primer acoplamiento capacitivo, correspondiendo el segundo retardo a un retardo
promedio que optimiza la paradiafonia. El segundo acoplamiento capacitivo tiene, en general, la misma magnitud
pero una polaridad opuesta que la del primer acoplamiento capacitivo, e incluye dos elementos capacitivos
separados a retardos diferentes con respecto al primer acoplamiento capacitivo.

En un segundo aspecto, se divulga un jack de telecomunicaciones para su utilizaciéon en un sistema de par trenzado.
El jack incluye un alojamiento que define un puerto para recibir un conector. El jack también incluye una pluralidad
de resortes de contacto adaptados para establecer un contacto eléctrico con el conector cuando éste se inserta en el
puerto del alojamiento. El jack incluye una pluralidad de contactos de terminacién de hilos para conectar los hilos del
conector, y una placa de circuitos que incluye pistas conductoras que conectan eléctricamente los resortes de
contacto con los contactos de terminacion de hilos. El jack incluye, ademas, una configuracion para la compensacion
de la diafonia que proporciona compensacién de la diafonia entre pistas seleccionadas de la placa de circuitos. La
configuracion para la compensacién de la diafonia incluye una primera zona de compensacion separada un primer
retardo con respecto al acoplamiento capacitivo del conector y una segunda zona de compensacion separada un
segundo retardo con respecto a la primera zona de compensacion, incluyendo la segunda zona de compensacion
dos elementos capacitivos separados a diferentes retardos con respecto a la primera zona de compensacién para
optimizar la telediafonia y teniendo un retardo promedio que optimiza la paradiafonia.

En un tercer aspecto, se divulga un sistema de compensacion de la diafonia dentro de un jack de
telecomunicaciones. El sistema de compensacion de la diafonia incluye una placa de circuitos y una pluralidad de
resortes de contacto montada sobre la placa de circuitos, incluyendo los resortes de contacto un primer, un segundo,
un tercer, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo resortes de contacto dispuestos de forma
consecutiva. El sistema de compensacion de la diafonia incluye, ademads, una pluralidad de contactos de
terminacion de hilos montados sobre la placa de circuitos, incluyendo los contactos de terminacién de hilos un
primer, un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo contactos de terminacién de
hilos para conectar los hilos al jack, y una pluralidad de pistas en la placa de circuitos, incluyendo las pistas una
primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima y una octava pistas que conectan
eléctricamente un primer, un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo resortes de
contacto con un primer, un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo contactos de
terminacion de hilos, respectivamente. El sistema de compensacion de la diafonia incluye una configuracién para la
compensacion de la diafonia que proporciona compensacion de la diafonia entre pistas de la placa de circuitos. La
configuracion para la compensacion de la diafonia incluye una primera zona de compensacion a un primer retardo
con respecto a los resortes de contacto y una segunda zona de compensacién a un segundo retardo con respecto a
la primera zona de compensacion, incluyendo la segunda zona de compensacion dos elementos capacitivos
separados a diferentes retardos con respecto al primer acoplamiento capacitivo y teniendo un retardo promedio que
optimiza la paradiafonia.
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En un cuarto aspecto, se divulga un método para determinar las posiciones de la primera y segunda zonas de
compensacion de la diafonia en un jack. El método esta orientado a un jack en el que las primera y segunda zonas
de compensacion de la diafonia estan adaptadas para compensar la diafonia indeseada causada por un
acoplamiento capacitivo indeseado localizado en un conector insertado dentro del jack, incluyendo la primera zona
de compensacion un primer acoplamiento capacitivo situado a un primer retardo con respecto al acoplamiento
capacitivo indeseado del conector, teniendo el primer acoplamiento capacitivo una magnitud mayor y una polaridad
opuesta comparadas con las del acoplamiento capacitivo indeseado del conector, incluyendo la segunda zona de
compensacion un segundo acoplamiento capacitivo con dos elementos capacitivos separados, en promedio, un
segundo retardo con respecto al primer acoplamiento capacitivo, teniendo el segundo acoplamiento capacitivo, en
general, la misma magnitud pero una polaridad opuesta comparadas con las del primer acoplamiento capacitivo. El
método incluye la colocacion de los acoplamientos capacitivos primero y segundo en unas posiciones iniciales en las
que los retardos primero y segundo son, en general, iguales entre si. El método también incluye ajustar la posicion
del segundo acoplamiento capacitivo desde la posicién inicial hasta una posicion ajustada para proporcionar
compensacion mejorada de la paradiafonia. EI método también incluye, ademas, ajustar la posiciéon del primer y
segundo elementos capacitivos a diferentes distancias para proporcionar compensaciéon mejorada de la telediafonia
manteniendo la posiciéon ajustada del segundo acoplamiento capacitivo como la posicion promedio del primer y
segundo elementos capacitivos.

En un quinto aspecto, se divulga un método para disefiar un sistema de compensacion de la diafonia para un jack de
telecomunicaciones. El método incluye colocar una primera zona de compensacion de la diafonia en al menos un
primer par de hilos y un segundo par de hilos sobre una placa de circuitos dentro de un jack de telecomunicaciones,
situandose la primera zona de compensacion de la diafonia a una primera distancia respecto a los resortes de
contacto asociados con el primer par de hilos y el segundo par de hilos. El método también incluye colocar una
segunda zona de compensacion de la diafonia en los al menos primer y segundo par de hilos a una segunda
distancia respecto a la primera zona de compensacién de la diafonia, incluyendo la segunda zona de compensacién
de la diafonia un primer acoplamiento capacitivo y un segundo acoplamiento capacitivo. El método incluye, ademas,
la modificacién de la posicion de los acoplamientos capacitivos para establecer una distancia entre el primer
acoplamiento capacitivo y el segundo acoplamiento capacitivo manteniéndose la segunda distancia como una
distancia promedio respecto a la primera zona de compensacion de la diafonia. Utilizando el método divulgado, la
modificacién de la posicion de los acoplamientos capacitivos proporciona compensacién mejorada de la telediafonia.

Breve descripcion de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva de un panel de telecomunicaciones de la técnica anterior;

la Figura 2 es una ilustracion esquematica de un jack de la técnica anterior;

la Figura 3 es una representacion esquematica de un conector de telecomunicaciones de la técnica anterior;

la Figura 4 es una vista frontal en perspectiva de un jack de telecomunicaciones que tiene caracteristicas que son
ejemplos de aspectos inventivos de acuerdo con los principios de la presente divulgacion;

la Figura 5 es una vista ampliada del jack de la Figura 4;

la Figura 6 es una vista lateral de la placa de circuitos, los conectores por desplazamiento del aislamiento y los
resortes de contacto del jack de telecomunicaciones de la Figura 4;

la Figura 7 es una vista frontal de la placa de circuitos, los resortes de contacto y los conectores por desplazamiento
del aislamiento de la Figura 6;

la Figura 8 es una vista superior de la placa de circuitos y los resortes de contacto de la Figura 6;
la Figura 9 es una vista de un corte transversal tomado a lo largo de la linea 9-9 de la Figura 8;

la Figura 10 es un diagrama esquematico que muestra un esquema de compensacion de la diafonia incorporado en
el jack de telecomunicaciones de la Figura 4;

la Figura 11 es un diagrama esquematico que muestra una configuracion de compensacion utilizada para
proporcionar compensacion de la diafonia entre los pares 4-5 y 3-6 del jack de telecomunicaciones de la Figura 4;

la Figura 12 es un diagrama esquematico de vectores que muestra una configuracion de compensacion utilizada
para proporcionar compensacion de la diafonia entre los pares 4-5 y 7-8 del jack de telecomunicaciones de la Figura

la Figura 13 es una vista superpuesta del trazado de la placa de circuitos utilizada en el jack de telecomunicaciones
de la Figura 4;
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la Figura 14 muestra una capa conductora frontal de la placa de circuitos utilizada en el jack de telecomunicaciones
de la Figura 4;

la Figura 15 muestra una capa conductora intermedia de la placa de circuitos utilizada en el jack de
telecomunicaciones de la Figura 4; y

la Figura 16 muestra una capa conductora posterior de la placa de circuitos utilizada en el jack de
telecomunicaciones de la Figura 4.

Descripcion detallada

Se describiran en detalle varios modos de realizacion de la presente divulgacion haciendo referencia a los dibujos,
en donde los mismos numeros de referencia representan los mismos componentes y conjuntos en las distintas
vistas. Ademas, cualquier ejemplo definido en esta especificacion no pretende ser limitante y unicamente define
alguno de los muchos posibles modos de realizacidén sobre cémo se pueden realizar los aspectos de la divulgacion.

En general, la presente divulgacion esta relacionada con métodos y sistemas para mejorar la compensacion de la
telediafonia sin perjudicar la compensacion de la paradiafonia en un jack de telecomunicaciones. En general, la
presente divulgacion describe esquemas de compensacion de la diafonia en los que se contemplan y se compensan
la telediafonia y la paradiafonia. En ciertos aspectos, la compensacién de la diafonia se consigue utilizando al
menos dos etapas de compensacion capacitiva, en la que la segunda etapa se situa a un retardo promedio con
respecto a la primera etapa de tal modo que se optimiza la paradiafonia. La segunda etapa tiene, al menos, dos
elementos capacitivos separados a diferentes retardos con respecto al primer acoplamiento capacitivo para
optimizar la telediafonia.

La presente divulgacion también esta relacionada con métodos y sistemas para compensar la diafonia exégena en
un jack de telecomunicaciones. La presente divulgacion describe esquemas de compensacion de la diafonia en los
que se compensa la diafonia exdgena como, por ejemplo, seleccionando configuraciones capacitivas diferentes
entre parejas de hilos con el fin de reducir la diafonia en su conjunto que existe en un sistema, con independencia de
la posibilidad de compensacion desigual entre parejas de hilos dentro de un unico jack.

Las Figuras 4 y 5 muestran un jack 120 de telecomunicaciones (esto es, un conector de telecomunicaciones) que
tienen caracteristicas que son ejemplos de aspectos inventivos de acuerdo con los principios de la presente
divulgacion. El jack 120 incluye un alojamiento dieléctrico 122 que tiene una pieza frontal 124 y una parte posterior
126. Las piezas frontal y posterior 124 y 126 se pueden interconectar entre si mediante una conexion que se ajusta
a presion. La parte frontal 124 define un puerto frontal 128 ajustado en tamafio y forma para recibir un conector
convencional de telecomunicaciones (por ejemplo, un conector de tipo RJ como, por ejemplo, un conector RJ 45). La
parte posterior 126 define una interfaz de los conectores por desplazamiento del aislamiento e incluye una pluralidad
de columnas 130 adaptadas para alojar las laminas/los contactos de los conectores por desplazamiento del
aislamiento. El jack 120 incluye, ademas, una placa de circuitos 132 que se monta entre las piezas frontal y posterior
124 y 126 del alojamiento 122. Se conecta una pluralidad de resortes de contacto CS4-CSg en una cara frontal de la
placa de circuitos 132. Se conecta una pluralidad de laminas de los conectores por desplazamiento del aislamiento
IDC4, IDCsg a una parte posterior de la placa de circuitos 132. Los resortes de contacto CS4-CSs se extienden dentro
del puerto frontal 128 y estan adaptados para conectarse eléctricamente a los contactos correspondientes
proporcionados en un conector, cuando éste se inserta en el puerto frontal 128. Las laminas de los conectores por
desplazamiento del aislamiento IDC+-IDCg encajan dentro de las torres 130 de la pieza posterior 126 del alojamiento
122. La placa de circuitos 132 tiene pistas T4-Tg (por ejemplo, trazados, ver las Figura 14-17) que conectan
eléctricamente los resortes de contacto CS4-CSg a las laminas de tomas de conector aisladas IDC+-IDCsg,
respectivamente.

En la practica, los hilos se conectan eléctricamente a los resortes de contacto CS¢-CSg insertandolos entre las
parejas de las laminas de los conectores por desplazamiento del aislamiento IDC+-IDCs. Cuando se insertan los hilos
entre parejas de laminas de los conectores por desplazamiento del aislamiento IDC+-IDCg, las laminas cortan el
aislante de los hilos y hacen contacto eléctrico con los conductores del interior de los hilos. De este modo, las
laminas de los conectores por desplazamiento del aislamiento IDC+-IDCg, que se encuentran conectadas
eléctricamente a los resortes de contacto CS1-CSg mediante las pistas de la placa de circuitos, proporcionan un
medio eficiente para conectar eléctricamente un par de hilos trenzados con los resortes de contacto CS1-CSgdel jack
120.

Los resortes de contacto CS1-CSg se muestran con mas claridad en las Figuras 6-8. La posicion relativa, forma y
curvatura de resortes de contacto CS4-CSg estan adaptadas, preferiblemente, para proporcionar alguna
compensacion inicial en el jack 120.

La placa de circuitos 132 del jack 120 es preferiblemente una placa de circuitos de miltiples capas. Por ejemplo, la
Figura 9 muestra la placa de circuitos 132 que incluye una primera capa conductora 140, una segunda capa
conductora 142 y una tercera capa conductora 144. La primera y segunda capas conductoras 140, 142 se
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encuentran separadas por una primera capa 146 de dieléctrico. La segunda y tercera capas conductoras 142, 144
se encuentran separadas por una segunda capa 148 de dieléctrico. La primera capa conductora 140 se encuentra
en una parte frontal de la placa de circuitos 132 y la tercera capa conductora 144 se encuentra en una parte
posterior de la placa de circuitos 132. Los resortes de contacto CS1-CSg se montan en la parte frontal de la placa de
circuitos 132, mientras que las laminas de los conectores por desplazamiento del aislamiento IDC+-IDCg se montan
en la parte posterior de la placa de circuitos 132. A través de la primera y de la segunda capas de dieléctrico 146,
148 existen vias para proporcionar conexiones eléctricas entre las capas conductoras 140, 142 y 144. Las capas
conductoras 140, 142 y 144 estan definidas mediante las pistas eléctricamente conductoras T+-Tg (ver Figuras 14-
17). Las pistas T1-Tg se forman (por ejemplo, mediante grabacion o cualquier otro procedimiento) sobre las capas
dieléctricas 146, 148.

La placa de circuitos 132 incluye, preferiblemente, estructuras para compensar la paradiafonia que se produce en la
interfaz jack/conector. En ciertos modos de realizacion, las estructuras para compensar la paradiafonia incluyen
acoplamientos capacitivos proporcionados entre la primera y la segunda capas conductoras 140, 142. En algunos
modos de realizaciéon preferidos, se proporcionan los acoplamientos capacitivos mediante conjuntos de placas
capacitivas opuestas, generalmente en paralelo situadas en la primera y la segunda capas conductoras 140, 142.
Para aumentar la magnitud del acoplamiento capacitivo proporcionado entre las placas capacitivas de la primera y la
segunda capas conductoras 140, 142, es deseable que la primera capa dieléctrica 146 sea relativamente delgada.
Por ejemplo, en ciertos modos de realizacion, la primera capa dieléctrica 146 puede tener un espesor t1 menor que
aproximadamente 0,254 mm, o menor que aproximadamente 0,1905 mm, o menor que aproximadamente 0,127 mm,
o menor que 0,0762 mm. En otros modos de realizacion, el espesor t1 puede encontrarse dentro del rango de entre
0,0254 mm a 0,0762 mm o dentro del rango de 0,0254 mm a 0,127 mm. En un modo de realizacién preferido, el
espesor t1 es de aproximadamente 0,0508 mm.

En ciertos modos de realizacion, la primera capa dieléctrica 146 puede estar fabricada con un material que tenga
una constante dieléctrica relativamente baja. Tal como se utiliza en la presente solicitud, las constantes dieléctricas
son constantes dieléctricas relativas al aire. En ciertos modos de realizacion, la constante dieléctrica de la primera
capa dieléctrica 146 puede ser igual 0 menor que aproximadamente 5. En otros modos de realizacion, la constante
dieléctrica de la primera capa dieléctrica 146 puede ser menor o igual que aproximadamente 4 o menor o igual que
aproximadamente 3. Un ejemplo de material para fabricar la primera capa dieléctrica 146 es un material de placa de
circuitos resistente al fuego 4 (FR-4). El material de placa de circuitos FR-4 es un compuesto de una resina epoxy
reforzada con un material de malla de fibra de vidrio.

La segunda capa dieléctrica 148 esta preferiblemente configurada para aislar la tercera capa conductora 144 de la
primera y la segunda capas conductoras 140, 142. La segunda capa dieléctrica 148 puede tener un espesor t»
distinto del espesor t; de la primera capa dieléctrica 146. En ciertos modos de realizacién, la segunda capa
dieléctrica 148 es al menos 2,5 veces mas gruesa que la primera capa dieléctrica 146 o al menos cinco veces mas
gruesa que la primera capa dieléctrica 146. En aun otros modos de realizacion, la segunda capa dieléctrica 148 es al
menos 10 veces o al menos 20 veces mas gruesa que la primera capa dieléctrica 146. En un modo de realizacion de
ejemplo, el espesor t, de la segunda capa dieléctrica 148 se encuentra en el rango de entre 1,27 mm y 1,397 mm.
En otro modo de realizacion de ejemplo, el espesor t; de la segunda capa dieléctrica 148 se encuentra en el rango
de entre 1,016 mm a 1,27 mm.

La segunda capa dieléctrica 148 también se puede fabricar con un material diferente que el de la primera capa
dieléctrica 146. En ciertos modos de realizacion la segunda capa dieléctrica puede tener propiedades dieléctricas
diferentes que las de la primera capa dieléctrica 146. Por ejemplo, en ciertos modos de realizacién la primera capa
dieléctrica 146 puede tener una constante dieléctrica que es mayor (por ejemplo al menos 1,5 veces o al menos 2
veces mayor) que la constante dieléctrica de la segunda capa dieléctrica 148. En un ejemplo, la segunda capa
dieléctrica 148 se puede fabricar con un material como, por ejemplo, FR-4. Por supuesto, se observara que también
se podrian utilizar otros materiales.

La placa de circuitos 132 incluye una serie de acoplamientos capacitivos que tienen magnitudes y posiciones
adaptadas para compensar la paradiafonia y la telediafonia. Estas formas de diafonia son particularmente
problematicas entre los pares 4-5 y 3-6. Para compensar la paradiafonia entre los pares 4-5 y 3-6, se utilizan tres
zonas de compensacion dependientes entre si entre las pistas T4.5 y las pistas Tz.s. Como se muestra en la Figura
10, las tres zonas de compensacion dependientes entre si incluyen una primera zona de compensacion Zas, una
segunda zona de compensacion Za; y una tercera zona de compensacion Zas. La primera zona de compensacion
Za1 incluye un acoplamiento capacitivo C1 entre la pista T3 y la pista Ts, y un acoplamiento capacitivo C2 entre la
pista T4 y la pista Te. La segunda zona de compensacion Za; incluye un acoplamiento capacitivo C3 entre la pista T3
y la pista T4, y un acoplamiento capacitivo C4 entre la pista Ts y la pista Ts. La tercera zona de compensacion Zas
incluye un acoplamiento capacitivo C5 entre la pista T3 y la pista Ts, y un acoplamiento capacitivo C6 entre la pista
T4y la pista Te.

Para compensar la telediafonia, los acoplamientos capacitivos C3 y C4 se separan entre si de modo que la distancia
promedio entre las zonas de compensacion sea tal y como se describe mas abajo en la Figura 11, pero las
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distancias para los acoplamientos C3 y C4 son distintas. Como se muestra, el acoplamiento C3 se sitia mas cerca
de la primera zona de compensacion Za1 que el acoplamiento C4 manteniéndose la posicion promedio de la zona
Zp> de modo que la distancia entre las zonas sea tal y como se describe mas abajo en la Figura 11.

En los modos de realizacion que se muestran en la presente divulgacion, los acoplamientos capacitivos C1y C2 son
iguales en magnitud y posicién, manteniendo la simetria entre los pares. Sin embargo, en ciertos modos de
realizacién, los acoplamientos capacitivos C1 y C2 se pueden seleccionar de modo que difieran en magnitud para
compensar la diafonia exdgena incluyendo la diafonia “en exceso” mencionada anteriormente, lo que se observa
que es peor en el caso del par 3-6. Especificamente, se determiné que se pueden realizar cambios en la diafonia
exogena, tanto positiva como negativamente, mediante la modificacién intencionada del tamafio de los
condensadores de compensacion, haciendo que sean asimétricos en tamafio y acoplamiento. Por ejemplo, en
ciertos modos de realizacion, la magnitud del condensador C1 es mayor que la magnitud del condensador C2, lo que
puede reducir la diafonia exdgena generada en el par 3-6. Se observa que, al igual que variando las magnitudes de
C1 y C2, variando las magnitudes relativas de los acoplamientos capacitivos dentro de una zona de compensacion
en la compensacion entre los pares 4-5 y 3-6 se puede mejorar la diafonia exdgena observada. Se entiende que
esto tiene el efecto de compensar la configuracion del conector y el jack en su conjunto, al contrario que ocurre en
los esquemas de compensacion de la diafonia tipicos que, en general, solo tienen en cuenta la diafonia generada en
el jack. Mas abajo se proporcionan mas detalles en relacion con métodos y configuraciones para compensar la
diafonia exdgena.

Para compensar la diafonia global entre los pares 4-5 y 3-6, se utiliza una cantidad relativamente grande de
capacitancia. Esta gran cantidad de capacitancia puede provocar que el jack tenga niveles no aceptables de
pérdidas de retorno. En la Solicitud de Patente de los Estados Unidos nimero 11/402.544, presentada el 11 de abril
de 2006 vy titulada “TELECOMMUNICATIONS JACK WITH CROSSTALK MULTI-ZONE CROSSTALK
COMPENSATION AND METHOD FOR DESINING” (Jack de Telecomunicaciones con Compensacion de la Diafonia
en Multiples Zonas de Diafonia y Método para su Disefio) se exponen métodos para tratar esta pérdida de retorno, la
cual se incorpora por la presente integramente por referencia.

La Figura 11 es un diagrama esquematico que representa la configuracion de compensacion utilizada para
proporcionar compensacion de la diafonia entre los pares 4-5 y 3-6. Como se muestra en la Figura 11, la
configuracion de compensacion incluye un primer vector 100, un segundo vector 102, un tercer vector 104 y un
cuarto vector 106. El primer vector 100 y el tercer vector 104 tienen polaridades positivas, mientras que el segundo
vector 102 y el cuarto vector 106 tienen polaridades negativas. El primer vector 100 tiene una magnitud de M y se
corresponde con la diafonia introducida en el conector. El segundo vector 102 tiene una magnitud de
aproximadamente -3M y se corresponde con la diafonia total que se produce en la primera zona de diafonia Za4
generada por la placa y los resortes. El tercer vector 104 tiene una magnitud de aproximadamente 3M y se
corresponde con la diafonia total que se produce en la segunda zona de compensacion Za,. El cuarto vector 106
tiene una magnitud de aproximadamente —M y se corresponde con la diafonia total que se produce en la tercera
zona de compensacion Zas. Se debe observar que cada vector es una suma aproximada de la diafonia total o la
compensacion de la diafonia proporcionada en cada respectiva zona de compensacion, estando los vectores
situados en los centros o en los puntos centrales de las zonas de compensacion. Para el disefio del esquema de
compensacion de la Figura 11 se tienen en cuenta varios factores a la hora de determinar la situacion de las zonas
de compensacion. Uno de los factores incluye la necesidad de acomodar el transito de las sefiales en ambas
direcciones (esto es hacia adelante y hacia atras) a través de las pistas de la placa de circuitos. Para acomodar las
transmisiones hacia adelante y hacia atras a través de la placa de circuitos, preferiblemente el esquema de
compensacion tiene una configuracion con simetria hacia adelante y hacia atras. También es deseable que el
esquema de compensacion proporcione una compensacion optimizada para un rango relativamente amplio de
frecuencias de transmision. Por ejemplo, en un modo de realizacién, el rendimiento se encuentra optimizado para
frecuencias que varian desde 1 MHz hasta los 500 MHz. Ademas, es deseable que la configuracién de
compensacion tenga en cuenta los desplazamientos de fase que suceden como resultado de los retardos que tienen
lugar cuando las sefiales viajan entre las zonas de compensacion.

Para minimizar el efecto de desplazamiento de fase en la configuracion de compensacion, se prefiere que el
segundo vector 102 se situe tan cerca del primer vector 100 como sea posible. En la Figura 11, el retardo entre el
primer vector 100 y el segundo vector 102 se representa como x. En un ejemplo de modo de realizacién, x puede ser
aproximadamente 100 picosegundos para una sefal que tenga una velocidad de transmision de 3x10® metros por
segundo.

Para mantener la simetria hacia adelante y hacia atras, se prefiere que el retardo entre el tercer vector 104 y el
cuarto vector 106 sea aproximadamente el mismo retardo que entre el primer vector 100 y el segundo vector 102.
Como se muestra en la Figura 11, el retardo entre los vectores tercero y cuarto se representa como x.

El retardo y entre el segundo vector 102 y el tercer vector 104 se selecciona, preferiblemente, para optimizar el
efecto global de compensacion del esquema de compensacion para un rango relativamente amplio de frecuencias.
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La variacién del retardo y entre el segundo vector 102 y el tercer vector 104 provoca la variacion de los angulos de
fase de las zonas de compensacion primera y segunda, en consecuencia se altera la cantidad de compensacién
proporcionada para diferentes frecuencias. En un ejemplo de modo de realizaciéon, para disefiar el retardo vy,
inicialmente se establece el retardo y con un valor, generalmente, igual a x (es decir, el retardo entre el segundo
vector 102 y el tercer vector 104). A continuacion se prueba o se simula el sistema con el fin de determinar si se
proporciona un nivel aceptable de compensacion en todo el rango de frecuencias de sefal en el que se pretende
utilizar. En el caso en el que sistema satisfaga los requisitos de paradiafonia cuando el valor e igual a x, no es
necesario realizar ningun ajuste adicional del valor y. Si el esquema de compensacion no satisface los requisitos de
paradiafonia para frecuencias mas altas, se puede acortar el retardo y para mejorar el comportamiento para
frecuencias mas altas. Si el esquema de compensacion no satisface los requisitos de paradiafonia para frecuencias
mas bajas, se puede aumentar el retardo y para mejorar el comportamiento de la diafonia para frecuencias mas
bajas. Se observara que el retardo y puede variar sin alterar la simetria hacia adelante y hacia atras.

Se ha determinado que cuando las magnitudes de los vectores segundo y tercero 102, 104 son, respectivamente,
aproximadamente -3M y aproximadamente 3M, la distancia y es, preferiblemente, mayor que la distancia x para
proporcionar una compensacion optimizada de la diafonia. Sin embargo, si se reducen las magnitudes de los
vectores 102, 104 por debajo de aproximadamente -3M y aproximadamente 3M (por ejemplo, aproximadamente -
2,7M y 2,7M), la distancia y es, preferiblemente, menor que la distancia x para proporcionar una compensacion
optimizada de la diafonia.

La diafonia también puede ser un problema entre los pares 1-2 y 3-6. En particular, se puede generar una diafonia
importante entre la pista T, y la pista Ts. Como se muestra en la Figura 10, se utiliza una configuracion de
compensacion de tres zonas para compensar esta diafonia. La configuracion de compensacion de tres zonas incluye
una primera zona de compensacion Zgi, una segunda zona de compensacion Zg, y una tercera zona de
compensacion Zgs. La primera zona de compensaciéon Zg4 incluye un acoplamiento capacitivo C7 entre la pista Ty
la pista T3, y un acoplamiento capacitivo C8 entre la pista T, y la pista Ts. La segunda zona de compensaciéon Zg,
incluye un acoplamiento capacitivo C9 entre la pista T1 y la pista Te. La tercera zona de compensacion Zgs incluye un
acoplamiento capacitivo C10 entre la pista T1 y la pista Ts. Las tres zonas de compensacion entre los pares 1-2 y 3-6
se pueden situar en posiciones consistentes con el diagrama de vectores que se muestra en la Figura 11, descrito
mas arriba.

En general, se ha determinado que la variacién de la compensacion relativa entre los pares en las zonas principales
de compensacion de cada par puede afectar a la diafonia exdgena. Con respecto a la zona de compensacion Zg1, se
ha determinado que la variacion de las magnitudes relativas de los acoplamientos C7 y C8 de modo que los
acoplamientos capacitivos sean distintos, puede mejorar la diafonia exdgena del sistema del conector y el jack. En el
modo de realizacidon que se muestra, se utiliza una capacitancia mas grande para la capacitancia C7 que para la C8,
estando relacionada la capacitancia total con el acoplamiento capacitivo introducido en el conector, tal y como se
describe junto con la Figura 11.

En general, se ha determinado que en la zona de compensacion Zg, el comportamiento esta optimizado sin la
utilizacién de un acoplamiento capacitivo entre la pista T, y la pista Ts. Sin embargo, en ciertos modos de
realizacioén, dicho acoplamiento capacitivo se puede incluir para preservar la simetria entre los pares. Del mismo
modo, en la zona Zgs, no se incluye ninglin acoplamiento capacitivo entre la pista T, y la pista T, aunque en los
sistemas simétricos se podria incluir dicho acoplamiento. Ademas, se observara que las magnitudes de la
compensacion entre los pares 3-6 y 4-5 son sustancialmente mayores que las que existen entre los pares 1-2 y 3-6.

También existe diafonia entre los pares 4-5 y 7-8. En el modo de realizacion de la configuracion para la
compensacion de la diafonia que se muestra en la Figura 10, se utiliza una configuraciéon de dos zonas para
compensar la diafonia entre dichos pares. Como se muestra, la configuraciéon de compensacion entre los pares 4-5y
7-8 es una compensacion de dos zonas que incluye un acoplamiento capacitivo C11 en una primera zona Zcq
situada entre las pista Ts y la pista Ts, y un acoplamiento capacitivo C12 en una segunda zona Zc; situada entre la
pista T4 y la pista Ts.

La Figura 12 es un diagrama esquematico vectorial que muestra la configuracion de compensacion utilizada entre
los pares 4-5y 7-8. Como se muestra en la Figura 12, se tienen en cuenta tres vectores de diafonia. El primer vector
110 de diafonia representa la diafonia generada en el conector. Un segundo vector 112 representa la diafonia
proporcionada en la primera zona de compensacion Zc+. El tercer vector 114 representa la diafonia generada en la
segunda zona de compensacioén Zcz. Los vectores primero y segundo 110, 114 tienen polaridades positivas y
magnitudes de aproximadamente N. el segundo vector 112 tiene una polaridad negativa y una magnitud de
aproximadamente 2N. Aunque la configuracion de compensacion divulgada es asimétrica entre los pares, también
se podria proporcionar una disposicion simétrica. Mas aun, se observara que M (se muestra en la Figura 11) es
tipicamente considerablemente mayor en magnitud que N (se muestra en la Figura 12).
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Como se ha descrito mas arriba, la variacion de los valores capacitivos en los pares de hilos 4-5 y 7-8 utilizados en
la primera zona de compensacion Zc1 puede mejorar los valores de diafonia exdgena generados desde el sistema
conector-jack. En el modo de realizacion que se muestra, se selecciona una configuracion completamente
desequilibrada, de modo que Zc1 incluya unicamente compensacién entre la pista Ts y la pista Tg, sin compensacion
de balanceo correspondiente entre las pistas T4 y T7. En modos de realizacion adicionales, se puede seleccionar una
configuracion desequilibrada.

Ademas de las configuraciones de compensacion de multiples zonas descritas mas arriba, también se pueden
utilizar varias compensaciones de una unica zona. Por ejemplo, la zona Zp1 es una compensacion de una unica zona
utilizada para compensar la diafonia generada entre los pares 1-2 y 4-5, e incluye un acoplamiento capacitivo C13
situado entre la pista T, y la pista Ts. Otra zona de compensacion Zg1 compensa la diafonia generada entre los pares
3-6 y 7-8, y se proporciona mediante un acoplamiento capacitivo C14 formado entre la pista T3 y la pista T7. Se
pueden incluir otros acoplamientos capacitivos que compensen la diafonia accidental generada dentro de la propia
placa.

De nuevo, cada una de las compensaciones de una unica zona se ilustra como si utilizara una disposicion sin
balancear para tener en cuenta la diafonia exdégena generada por el conector y el jack. Se observa que la diafonia
exdgena “en exceso” se puede causar, al menos en parte, por un desequilibrio al conectar hardware que contribuye
a una diafonia en exceso entre los cables, en particular en secciones cortas de cable entre conectores. Por
consiguiente, la compensacién desequilibrada entre pares de hilos puede compensar este exceso de diafonia. En el
modo de realizacion que se muestra, la zona Zp+ incluye Unicamente la compensacion C13 entre la pista T, y la pista
Ts, pero no incluye ninguna compensacion entre pistas entre la pista T1 y la pista T4. De igual modo, la zona Zg1
incluye Unicamente la compensacion C14 entre la pista T3 y la pista T7, pero no incluye ninguna compensacion entre
pistas entre la pista Ts y la pista Ts.

Los esquemas de compensacion de la diafonia ilustrados en la presente solicitud, en general, se realizan aplicando
en primer lugar una configuracion para la compensacion de la diafonia asociada a la diafonia dentro del conector y
del jack, para una variedad de pares de hilos. En el disefio de esquemas de compensacion de la diafonia con
multiples zonas de acuerdo con esta divulgacion, en general, un disefiador primero colocara una primera zona de
acoplamiento capacitivo a un primer retardo con respecto al acoplamiento capacitivo del conector. A continuacion, el
disefiador puede situar un segundo acoplamiento capacitivo, esto es una segunda zona de compensacion, a un
segundo retardo con respecto al primer retardo. La segunda zona de compensacién se puede formar con mas de un
acoplamiento capacitivo, y puede tener acoplamientos capacitivos de distinta magnitud. Por ejemplo, una zona de
compensacion se puede formar con dos condensadores, y se pueden colocar a distintas distancias con respecto a la
primera zona. La zona Za; ilustra un ejemplo de dicha configuracion, tal como se ha descrito més arriba.

Una vez que, utilizando las técnicas descritas mas arriba, se haya conseguido que la diafonia del conector y el jack
tengan un nivel aceptable, se puede modificar la configuracion de compensacion para mejorar la diafonia exdgena.
La modificacion de la configuracion de compensacion se lleva a cabo para acomodar una o mas zonas de
compensacion de la diafonia que dispongan de un acoplamiento capacitivo asimétrico entre un par de hilos de modo
que se reduzca la diafonia exdgena. Esto se puede llevar a cabo cambiando las magnitudes relativas de los
acoplamientos capacitivos entre los pares de hilos en una o mas zonas de compensacion. En ciertos modos de
realizacién, un disefiador puede comenzar con una configuracion de compensacion que tenga acoplamientos
capacitivos simétricos para pares de hilos complementarios (por ejemplo desde el par 3-6 hasta el par 4-5, teniendo
acoplamientos iguales entre Tz y Ts y entre T4 y Te).

Los distintos acoplamientos capacitivos ilustrados en la presente divulgacion proporcionan un ejemplo de disefio en
el que se aborda la telediafonia y la diafonia exégena. Existen modos de realizacion adicionales en los que se
compensan estos tipos de diafonia. En los diversos modos de realizacién se puede introducir cualquier cantidad de
asimetria en cualquier zona de compensacion para compensar la diafonia exdgena, desde una simetria completa a
una asimetria completa.

En general, se cree que, las diversas selecciones de acoplamientos capacitivos asimétricos realizadas para tener en
cuenta la diafonia exégena, en su conjunto, compensan la diafonia general en un sistema completo incluyendo tanto
un conector como un conjunto de contactos de un jack modular, tal y como se describe mas arriba en las Figuras 4-
7. Es particularmente notable que las compensaciones de la diafonia seleccionadas en la presente divulgacion
puedan no ser simétricas en el sentido de que no se aplican los mismos acoplamientos capacitivos entre pistas
complementarias de un par de hilos. Aunque esto puede tener el efecto de un comportamiento ligeramente peor con
respecto al equilibrio y la diafonia entre los conectores dentro del par, el efecto neto de un nimero de sistemas de
conector y jack en estrecha proximidad es una compensacion global mejorada de la diafonia.

Las Figuras 13-16 muestran un ejemplo de disefio de placa de circuitos para poner en practica la configuracion de
compensacion de la Figura 10. Las Figuras 14-16 muestran, respectivamente, las capas conductoras frontal,
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intermedia y posterior 140, 142 y 144 de una placa de circuitos 132. La Figura 13 es un disefio de las tres capas
conductoras 140, 142 y 144 superpuestas. La placa de circuitos 132 define aberturas 301-308 que reciben,
respectivamente, las patillas de los resortes de contacto CS4-CSg de modo que los resortes de contacto CS4-CSs se
conectan a la placa 132. La placa de circuitos también define aberturas 401-408 para recibir, respectivamente, las
patillas de las laminas de los conectores por desplazamiento del aislamiento IDC+-IDCgs de modo que las l[aminas de
los conectores por desplazamiento del aislamiento IDC+-IDCg se conecten a la placa de circuitos. A través de la
placa de circuitos existen vias para interconectar eléctricamente las pistas entre las capas 140, 142 y 144 y a los
diversos acoplamientos capacitivos C1-C13. Por ejemplo las vias Vsa y Vag interconectan las partes de la pista Ty
situadas en las diferentes capas 140, 142 y 144 con los acoplamientos capacitivos C3 y C6. Asi mismo, la via Vs
interconecta las partes de la pista Ts situadas en las diferentes capas 140, 142 y 144 con el acoplamiento capacitivo
C5. Por otra parte, la via Vs interconecta las partes de la pista Ts situadas en las diferentes capas 140, 142 y 144
con el acoplamiento capacitivo C6. De igual modo, la via V3 interconecta las partes de la pista T3 situadas en las
diferentes capas 140, 142 y 144 con el acoplamiento capacitivo C5.

Haciendo referencia a las Figuras 14-16, el acoplamiento capacitivo C1 de la primera zona de compensacion Za1 se
proporciona mediante laminas de condensador opuestas C15 y C13, que se proporcionan, respectivamente, en las
capas 142 y 144. El acoplamiento capacitivo C2 de la primera zona de compensacion Zas se proporciona mediante
laminas de condensador opuestas C24 y C2s, que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144. El
acoplamiento capacitivo C3 de la segunda zona de compensacion Za» se proporciona mediante laminas de
condensador opuestas C34 y C33 que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144. El acoplamiento
capacitivo C4 de la segunda zona de compensacion Za, se proporciona mediante laminas de condensador opuestas
C4¢ y C4s, que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144. El acoplamiento capacitivo C5 de la
tercera zona de compensacion Zas se proporciona mediante una lamina de condensador C5sa que se proporciona en
la capa 142. El acoplamiento capacitivo C5 también se proporciona mediante laminas de condensador intercaladas
Chss y Cbsg que se proporcionan en la capa 140. El acoplamiento capacitivo C6 de la segunda zona de
compensacion Zas se proporciona mediante una lamina de condensador C6sa que se proporciona en la capa 142. El
acoplamiento capacitivo C6 también se proporciona mediante laminas de condensador intercaladas C6e¢g y C645 que
se proporcionan en la capa 140.

El acoplamiento capacitivo C7 de la primera zona de compensacion Zgs se proporciona mediante placas de
condensador opuestas C7; y C73, que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144 de la placa de
circuitos. El acoplamiento capacitivo C8 de la primera zona de compensacion Zg¢ se proporciona mediante placas de
condensador opuestas C8; y C8g, que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144 de la placa de
circuitos. El acoplamiento capacitivo C9 de la segunda zona de compensacién Zg, se proporciona mediante placas
de condensador opuestas C91 y C9, que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144 de la placa de
circuitos. El acoplamiento capacitivo C10 de la tercera zona de compensacion Zgs se proporciona mediante placas
de condensador opuestas C104 y C103, que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144 de la placa
de circuitos. El acoplamiento capacitivo C11 de la primera zona de compensacioén Zc1 se proporciona mediante
placas de condensador opuestas C115 y C11s, que se proporcionan, respectivamente, en las capas 142 y 144 de la
placa de circuitos. El acoplamiento capacitivo C12 de la segunda zona de compensacién Zc, se proporciona
mediante electrodos adyacentes C124 y C12s, respectivamente, situados en la capa 142. El acoplamiento capacitivo
C13 de la zona de compensacion Zc1 se proporciona mediante placas de condensador opuestas C13, y C13s, que
se proporcionan en las capas 142 y 144 de la placa de circuitos. El acoplamiento capacitivo C14 de la zona de
compensacion Zg; se proporciona mediante placas de condensador opuestas C14; y C143, que se proporcionan,
respectivamente, en las capas 142 y 144 de la placa de circuitos.

Se pueden implementar varias técnicas de fabricacion y disefio de las rutas para la colocacion de las pistas, vias y
condensadores descritos en la presente solicitud. En la Solicitud de Patente de los Estados Unidos numero
11/402.544, presentada el 11 de abril de 2006 e incorporada previamente por referencia en su totalidad, se
describen detalles adicionales en relacion con el disefio de las rutas y la colocacion de los componentes de los
circuitos.
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REIVINDICACIONES

Un método para proporcionar compensacion de la diafonia en un jack (120), estando adaptada la compensacién
de la diafonia para compensar la diafonia no deseada generada en un acoplamiento capacitivo situado en un
conector insertado en el jack, comprendiendo el método:

situar un primer acoplamiento capacitivo (Za1) a un primer retardo con respecto al acoplamiento capacitivo
del conector, teniendo el primer acoplamiento capacitivo una magnitud mayor y una polaridad opuesta en
comparacién con el acoplamiento capacitivo del conector; situar un segundo acoplamiento capacitivo (Za2) a
un segundo retardo con respecto al primer acoplamiento capacitivo, correspondiendo el segundo retardo a
un retardo promedio que optimiza la paradiafonia, teniendo el segundo acoplamiento capacitivo, en general,
la misma magnitud total pero una polaridad opuesta en comparacién con el primer acoplamiento capacitivo
e incluyendo dos elementos capacitivos (C3, C4) distanciados a distintos retardos con respecto al primer
acoplamiento capacitivo (Za1), en donde los distintos retardos de los dos elementos capacitivos en el
segundo acoplamiento capacitivo se encuentran centrados alrededor del retardo promedio para optimizar la
paradiafonia y estan separados para compensar la telediafonia.

El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas, proporcionar un tercer acoplamiento capacitivo (Zas)
situado a un tercer retardo con respecto al segundo acoplamiento capacitivo, de modo que el tercer retardo es
aproximadamente el mismo que el primer retardo.

El método de la reivindicacién 1, en el que los dos elementos capacitivos (C3, C4) establecen la conexion entre
hilos de un primer par de hilos y un segundo par de hilos.

El método de la reivindicacién 3, en el que los dos elementos capacitivos (C3, C4) establecen la conexion entre
distintos hilos del primer par de hilos y del segundo par de hilos.

El método de la reivindicacion 1, en el que el primer acoplamiento capacitivo (Za1) existe entre pares de hilos
diferentes que los del segundo acoplamiento capacitivo (Za).

Un sistema de compensacion de la diafonia dentro de un jack (120) de telecomunicaciones, comprendiendo el
sistema:

una placa de circuitos (132);

una pluralidad de resortes de contacto (CS1-CSg) montados sobre la placa de circuitos, incluyendo los
resortes de contacto, un primer, un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un
octavo resorte de contactos dispuestos de forma consecutiva;

una pluralidad de contactos de terminacion de hilos (IDC+-IDCg) montados sobre la placa de circuitos,
incluyendo los contactos de terminacién de hilos un primer, un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto, un
sexto, un séptimo y un octavo contactos de terminacion de hilos para poner en contacto los hilos con el
jack;

una pluralidad de pistas (T1-T8) en la placa de circuitos, incluyendo las pistas una primera, una segunda,
una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima y una octava pistas que conectan
eléctricamente el primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo resortes
de contacto con el primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo
contactos de terminacion de hilos, respectivamente;

una configuracion para la compensacién de la diafonia que proporciona compensacién de la diafonia entre
las pistas de la placa de circuitos, incluyendo la configuracion para la compensacién de la diafonia una
primera zona de compensacion (Za1) a un primer retardo con respecto a los resortes de contacto y una
segunda zona de compensacion (Za2) a un segundo retardo con respecto a la primera zona de
compensacion, incluyendo la segunda zona de compensacion dos elementos capacitivos (C3, C4)
separados a diferentes retardos con respecto al primer acoplamiento capacitivo, donde dichos retardos se
separan para compensar la telediafonia y se centran alrededor del retardo promedio para optimizar la
paradiafonia.

7. El sistema de la reivindicacion 6, en el que la segunda zona de compensaciéon (Zaz) incluye un elemento

capacitivo (C3) conectado entre la tercera pista (T3) y la cuarta pista (Ta).

11



10

10.

11.

12

13.

ES 2394 685 T3

El sistema de la reivindicaciéon 7, en el que la segunda zona de compensacion incluye un segundo elemento
capacitivo (C4) conectado entre la quinta pista (Ts) y la sexta pista (Ts).

El sistema de la reivindicacion 8, en el que el elemento capacitivo (C3) esta situado con respecto a la primera
zona de compensacion a un retardo mas que el segundo elemento capacitivo (C4).

El sistema de la reivindicacién 6, en el que la primera zona de compensacion incluye un elemento capacitivo (C1)
conectado entre la tercera pista (T3) y la quinta pista (Ts).

El sistema de la reivindicacién 6, en el que la primera zona de compensacioén incluye un elemento capacitivo (C2)
conectado entre la cuarta pista (T4) y la sexta pista (Ts).

. El sistema de la reivindicacion 6, en el que la configuracion para la compensacién de la diafonia incluye una

tercera zona de compensacion (Zas3) que esta situada a un tercer retardo con respecto a la segunda zona de
compensacion (Zaz), siendo, en general, iguales entre si los retardos primero y tercero.

Un jack (120) de telecomunicaciones para su utilizacién en un sistema de par trenzado, incluyendo el jack un
sistema para la compensacion de la diafonia de acuerdo con la reivindicacion 6.
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